
附件1

河北省第一批工业领域关键核心技术和产品“揭榜挂帅”项目榜单

	序号
	领域
	产品/技术名称
	主要攻关内容
	主要技术指标及产业化目标
	任务期限

	1
	集成电路
	5G通信用高集成度GaN射频功率模块设计技术
	针对5G通信对功率放大电路集成度、性能、可靠性等要求的不断提高，研制高集成度GaN功率模块，主要研究一体化多级功放精准设计技术，提升设计准确度与成功率；新型高效率Doherty电路设计技术，有效提升电路回退效率；高可靠LGA塑封封装技术，有效提升封装可靠性水平，满足通信基站应用要求。
	工作频率：3.4～3.8GHz；

饱和功率：49dBm；

额定效率：43%@Pout=41dBm；

额定增益：30dB；

产品达到国际先进、国内领先。相关产品实现销售收入500万元。
	2024.6.30

	2
	
	4英寸N型InP单晶衬底研发与产业化
	针对InP激光器及探测器在5G光纤通讯以及激光通讯中的应用需求，开展4英寸、低位错InP单晶双面抛光衬底片研究，解决大容量合成计量比稳定性问题；传统VGF法不能观察、成品率低等问题；降低长工艺中覆盖剂氧化硼对晶体的扒裂作用。实现12kg级InP多晶合成工艺的稳定化，单次合成量和纯度指标均达到国际领先水平；实现4英寸N型InP单晶的可视VGF法制备技术，实现大尺寸低位错InP单晶制备成本的大幅度降低。
	单晶直径：100±0.5mm；

位错密度≤500cm-2；

载流子浓度：（0.8～8）E18cm-3；

厚度：625±20μm；

晶向：<100>±0.1°；

总厚度变化≤8μm；

翘曲度≤10μm；

总指示度数≤5μm；

表面粗糙度≤0.3nm；

表面质量：双面抛光，表面无划痕、崩边、沾污和雾等缺陷，Epi-ready。

实现进口替代，国内领先。年产能4000片，相关产品销售收入2000万元。
	2025.6.30

	3
	
	面向高性能计算、信号处理平台的嵌入式网络交换及桥接芯片研发
	针对高性能计算及存储平台等嵌入式系统的内部互连通信需求，研制基于RapidIO协议的嵌入式网络交换及桥接相关芯片产品，主要研究交叉点缓存型CICQ设计技术、高可靠旁路直通低延迟设计技术、比例公平算法设计技术、高效异构协议转换技术等技术研究，实现RapidIO协议网络交换及桥接相关芯片。
	交换芯片主要技术指标：

电路不少于48个差分SRIO lanes，支持1x，2x，4x端口；

最高支持的单通道速度不低于6.25Gbaud；

支持单播、多播、广播；

支持存储转发（store-forward）与直通模式（cut-through）两种传输模式；

支持I2C、JTAG、SRIO维护包等三种方式修改配置；

桥接芯片主要技术指标：

支持RapidIO Gen3协议；

支持PCIe Gen3协议；

PCIe支持8/5/2.5Gbaud连接速度；

SRIO端支持12.5/10.3125/6.25/5/3.125/2.5/1.25Gbaud连接速度；

支持从PCIe向S-RIO的映射；

支持从S-RIO向PCIe的映射；

支持8个DMA通道。

桥接芯片国际领先。

年产能3000颗，相关产品销售收入1500万元。
	2024.6.30

	4
	
	56G EML光通信器件研发
	针对5G移动通信、数据中心、云计算和物联网等领域对高速、高带宽和低功耗光通信技术的需求，研制56G EML光通信器件，主要开展结对准外延生长技术、半绝缘InP掩埋波导生长技术和高速光芯片封装测试等技术研究。
	信号传输速率：速率≥56 Gb/s；

芯片波长：1310±5nm；

光功率：Pf≥9.5mW；

阈值电流：Ith＜32mA；

边模抑制比：SMSR≥35dB；

产品达到国内领先水平。年产能10万只，相关产品销售收入200万元。
	2025.6.30

	5
	
	用于移动通信的稳压芯片及驱动芯片研发
	针对通信设备不同应用场景对电源管理芯片的需求，开展系列化稳压芯片和驱动芯片研制，通过优化电路结构设计，实现具有高开关速度、低输出电容、低噪声以及高PSRR稳压芯片；突破低功耗驱动技术、高压高速电平转移技术、高低侧输出死区时间控制等技术，实现高速低功耗驱动芯片。
	低压稳压芯片：电源电压3.8～5.5V；输出电压3.3V；使能开关速度≤20us；电流能力20mA；

中高压稳压芯片：电源电压6.5～16V；输出电压1.5～5.1V；典型噪声10uVrms；典型PSRR≥80dB，电流能力800mA；

PMOS驱动芯片：最高电源电压80V；输入压差-10V；工作频率1MHz；传输延时小于20ns。

NMOS驱动芯片：最高自举电压200V；最高工作频率1MHz；传输延时小于20ns。

PIN驱动芯片：最高工作电压-60V；最高工作频率10MHz；传输延时时间小于10ns。

产品可替代国外同类型产品，达到国内领先水平。年产能10万颗，相关产品销售收入800万元。
	2025.6.30

	6
	
	高介电低损耗高可靠性单层陶瓷电容器研发与产业化
	研究高介电常数单层陶瓷电容器产品工艺开发与制备技术，通过开发真空分子束镀膜工艺与多层金属粘附技术，实现高介电陶瓷电极制备能力；控制电极合金金属化参数与渗透深度，提升单层陶瓷电容器的绝缘与耐压性能，增强产品长期稳定性。
	介电常数30000±3000；

容值精度≤20%；

损耗角正切＜2.5%；

绝缘电阻＞10E4 MΩ；

温度特性±22%；

耐压值≥2.5×额定电压；

具备小批量生产能力。
	2024.6.30

	7
	
	面向工业互联网及车联网应用的多模融合5G基带芯片研发及产业化
	面向工业互联网及车联网应用，开展多模融合5G基带芯片研发，突破异构多核架构设计、高性能片上互联、大带宽可重构物理层加速器等技术，完成基于物理层控制单元+物理层矢量运算器+物理层标量控制器架构的5G基带芯片研发，完成协议栈软件适配、操作移植以及底层驱动程序开发；完成芯片的硅后测试及软件移植等工作；完成基于终端、O-RAN、车联网等典型应用的模组、板卡开发；实现高集成、低功耗的多模融合基带芯片。
	信号处理带宽：不低于100MHz，可配置；

多天线技术：4T4R；

调制/解调方式：BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM；

编译码：LDPC、Polar；

工作模式：TDD、FDD；

接收通道数量：不小于2通道；

具备小批量生产能力。
	2024.6.30

	8
	
	用于汽车充电设备的高速双通道和隔离双通道芯片研发
	针对汽车充电设备对充电效能和安全性的需求，开展高性能驱动器芯片研究，突破通道间隔离技术、高速信号传导技术、隔离信号传输技术等技术，实现性能优越的国产化高速双通道芯片和隔离双通道芯片。
	高速双通道驱动器：

VDD：4.5～24V；VDD-VOH≤150mV；VOL≤10mV；TR≤20ns；

TF≤20ns；TD_IN≤25ns；

隔离双通道驱动器：

IOA+，IOB+：4A；IOA-，IOB-：6A；VOHA，VOHB：11.95V；

VOLA，VOLB：5.5mV；|CMH|≥100V/ns；|CML|≥100V/ns。

技术指标达到国外同类型产品水平。年产能30万颗，相关产品销售收入200万元。
	2024.12.31

	9
	
	消费电子及新能源汽车用高性能多层片式电容器MLCC产品研制与产业化
	针对消费电子用小尺寸大容量和车规用高性能电容器产品领域，开展高性能陶瓷配方及加工技术研究、超薄流延工艺技术研究、高精度叠层工艺技术研究、快速升降温烧结工艺技术等研究，形成多层片式电容器MLCC产品规模化生产能力。
	粉体粒径：110～160nm；

材料介电常数：3200～3800；

最薄流延厚度：1.2μm；

最大叠层层数：＞1000层；

典型产品包括0201X7T105（对应村田公司型号GRM033D70J105M）、1210X7T227（对应村田公司型号GCM32ED70E227M）。

典型产品达到国外同类型产品水平，技术水平国内领先。年产能1亿只，相关产品销售收入500万元。
	2025.6.30

	10
	
	芯片封装高导热氮化硅陶瓷基板
	研制芯片封装用高性能、低成本的高导热氮化硅基板，开展原料升级技术研究，提升热导率；改进烧结和热处理技术，实现长径比大的β相氮化硅。
	氮化硅基板：

产品尺寸：190mm*139mm*0.32mm；

抗弯曲强度≥750Mpa；

断裂韧性≥6Mpa·m1/2；

热导率≥90W/m·k；

翘曲度≤0.6%；

表面粗糙度Ra≤0.6μm。

基板热导率达到国际先进水平。年产能10万片，相关产品销售收入100万元。
	2024.6.30

	11
	
	BOX封装光发射接收器件研发
	研制100G BOX高速率光器件，主要开展高速率光器件的电路设计、结构设计、热学和光学仿真等技术研究，突破低应力耦合技术，解决透镜耦合工艺，完成产品研发，实现小批量生产。
	单通道信号传输速率：速率≥25Gb/s；

单通道输出光功率：-4.3dBm≤Pf≤4.5dBm；

四通道波长：1294.53nm≤λ0≤1296.59nm、1299.02nm≤λ1≤1301.09nm、1303.54nm≤λ2≤1305.63nm、1308.09nm≤λ3≤1310.19nm；

边模抑制比：SMSR≥30dB；

光谱宽度：Δλ≤1.0nm；

跟踪误差：TE≤1.5dB；

具备小批量生产能力。
	2024.6.30

	12
	先进铁基材料
	页岩气井用125ksi高强韧SEW套管钢研发与应用
	开发125ksi高强韧SEW套管钢，以SEW焊管替代目前的页岩气井用无缝钢管。

1.通过采用Cr、Mo和微B复合成分体系，在满足热轧板卷低强度的前提下，保证调质热处理的淬透性，以及强度和韧性的良好匹配。

2.通过控制适当的碳、锰含量和采用高洁净度冶炼技术，在满足HFW焊接碳当量设计要求的基础上，提升连铸坯内在质量，并实现与热轧TMCP工艺全工序联动控制，改善热轧卷板带状组织。

3.通过对第二相粒子和碳化物析出等微观演变机制和性能遗传规律研究，明晰成分—TMCP—退火—调质热处理耦合调控机理，开发出全流程稳定制造工艺。
	1.开发出满足SEW焊管用125ksi高强韧页岩气套管用热轧板卷，且经调质热处理后性能满足API Spec 5CT-2018《套管和油管》要求。原始钢板纵向拉伸屈服强度≤430MPa，伸长率≥20%，Ceq≤0.55%，带状组织≤3.5级，晶粒度≥8级，非金属夹杂物总量≤6.0。

2.实现下井应用，达到1000吨以上批量供货。
	2025.6.30

	13
	
	长寿命气阀合金开发及气阀成型制备技术研究及应用
	解决内燃机配气系统用气阀特别是二冲程内燃机气阀服役寿命短以及稳定性差等问题。实现气阀合金供货的突破：

1.通过新的成分设计或成分控制，开发典型四冲程和二冲程内燃机配气系统用高温持久性能优异的高温合金轧制和锻造棒线材。

2.形成稳定高效生产工艺流程，开发超纯净冶炼工艺、高效热加工工艺、晶粒度和组织控制技术；

3.解决目前气阀成型方法中分区组织控制不合理的现状，形成气阀合金整套生产工艺和气阀成型热处理组织控制技术，指导客户气阀成型制备。
	1.成分控制方面：[O]％＜12ppm，[N]％＜15ppm；元素离散度：[Al]％＜0.15％，[Ti]％＜0.1％；

2.夹杂物评级总和＜2.0，晶粒度级差＜2；

3.二冲程用GH4080A标准热处理后硬度＞38HRC，750℃340MPa持久性能＞50h。

4.四冲程用GH4751，标准热处理后室温性能抗拉强度＞1250MPa,屈服强度＞900MPa。

5.形成4个以上客户的应用和批量供货，供货10吨以上。
	2025.6.30

	14
	
	高质量镍基合金实芯焊丝关键制备技术研究及产业化应用
	实现高质量镍基合金焊丝生产的技术突破。

1.开发SNi6276、SNi6625、SNi7718三种典型牌号焊丝用钢，形成高洁净度焊丝用钢生产技术。

2.形成完善的高质量实心焊丝生产工艺，优化拉拔工艺参数，形成高表面质量、高稳定力学性能、高焊接工艺性等生产控制技术。

3.优化焊接工艺，针对自主研发的高质量焊丝，开发配套的焊接工艺。
	1.焊丝焊接飞溅性与进口实芯焊丝相当；

2.成分控制方面：[O]％＜20ppm，[N]％＜40ppm；

3.1.2mm直径焊丝圈径控制在500—800mm；弹高≤5mm；

4.SNi6276焊丝焊接熔敷金属耐氯离子腐蚀速率＜0.015g/m2×h。

5.建设百吨级适合高质量镍基焊丝生产线，开发出0.8mm—4mm等多规格实心焊丝，实现2—3家客户的应用和批量供货
	2025.6.30

	15
	
	新型含钒铁合金低碳绿色制备关键技术研发与应用
	开发新型工艺，解决传统高炉—转炉—钒化工长流程处理钒钛磁铁矿工艺存在的有价组元利用率低、环境负荷高的问题。

1.钒钛磁铁矿球团制备技术研究与应用；

2.氢基竖炉直接还原机理和机制的研究与应用；

3.电热熔分处理工艺研究与应用；

4.新型钒铁在冶金行业的应用研究。
	1.形成新型含钒铁合金1000吨/年生产能力。

2.实现新型含钒铁合金替代传统钒铁合金的应用。

3.与高炉冶炼钒钛磁铁矿工艺相比，氢基竖炉还原降碳幅度大于等于70%，全流程钒回收率由50%提高到75%以上。
	2025.6.30

	16
	
	板坯连铸设备状态智能诊断及全生命周期管理技术研究与应用
	板坯连铸设备状态诊断以及全生命周期管理技术主要研究内容：

(1)结晶器锥度动态实时跟踪和状态预警技术研究；

(2)结晶器热流变化实时跟踪、状态预警及热成像技术研究；

(3)二冷段水量分配和管路泄漏实时跟踪和预警技术研究；

(4)各扇形段辑缝变化及电极载荷分配实时跟踪和预警技术研究；

(5)铸坯温度变化进行动态预报技术研究，基于钢种，对温度异常点的大小和位置进行实时声光报警技术研究；

(6)建立电子管理台账，对连铸机的关键设备的全生命周期进行智能化管理。
	1.在冶金企业建立板坯连铸设备状态智能诊断以及全生命周期管理系统，实现对连铸设备的状态智能诊断和关键部件的全生命周期管理功能。

2.板坯铸坏边裂纵裂降级率不高于0.4%。

3.高表面要求钢种千吨生产，液面波动3mm以内的合格率不低于95%。
	2025.6.30

	17
	
	航空发动机燃烧室用新型钴基高温合金薄板的成套制备技术
	1.钴基高温合金的成分设计及杂质元素控制技术研究；

2.优化锻造技术，形成使高温合金组织均匀的控制技术；

3.优化冷轧工艺，减少冷轧板边部开裂。
	1.制备出1—5mm冷轧板材，

室温拉伸：抗拉强度≥870MPa、屈服强度≥380MPa、伸长率≥45%；

高温持久：在815℃、165MPa应力下，持久时间≥23h。

2.形成钴基高温合金薄板整套生产工艺，实现小批量应用。
	2025.6.30

	18
	
	高等级奥氏体耐热钢实芯焊丝开发及制备技术研究
	实现我国高等级奥氏体耐热钢实心焊材制备工艺的技术突破，并实现产业化制备。

1.开发与Super304H、sanicro25配套的焊丝成分体系；

2.形成稳定高效生产制备工艺流程，开发超纯净冶炼工艺控制技术及金属丝冷拔工艺技术。

3.生产直径2.4mm及1.0mm两种规格MIG焊丝及相应规格TIG焊丝成品。
	1.Super304H焊丝达到以下技术指标：（1）熔敷金属室温Rm≥590MPa，Rp0.2≥235MPa，A≥30%；（2）650℃/10万小时持久强度外推值≥93MPa；

（3）650℃/5000h时效后的冲击吸收能量KV2不低于27J。

Sanicro25焊丝达到以下技术指标：（1）熔敷金属室温Rm≥640Pa，Rp0.2≥300MPa，A≥30%；（2）700℃/10万小时持久强度外推值≥76MPa；

（3）700℃/5000h时效后的冲击吸收能量KV2不低于27J。

3.具备百吨级焊丝生产能力。
	2025.6.30

	19
	
	全氧富氢碳循环还原炉工艺关键技术与装备研发
	研究内容：

（1）全氧富氢碳循环还原炉炉型研究；

（2）氢气制备及氢气喷吹量极限值研究；

（3）还原气混合及剩余煤气循环利用研究；

（4）炉内区域物料平衡与热平衡研究；

（5）全氧富氢碳循环还原炉工艺流程研究；

（6）全氧富氢碳循环还原炉工艺装备研究；

（7）全氧富氢碳循环还原炉工艺控制系统研究。
	（1）建成全氧富氢碳循环熔融还原生产线；

（2）全铁实现90%左右CO+H2间接还原与10%左右的直接还原；

（3）与传统高炉炼铁相比，降低CO2排放量40%以上。
	2025.6.30
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	安全应急装备
	北斗定位应急装备及测试技术研究
	1.生产、测试平台硬件搭建与软件开发。通过建设兼容性的一体化生产、测试平台，有效解决北斗应急装备系列产品研发及指标测试问题；

2.北斗三代短报文终端和北斗三代短报文/AIS集成终端研发。终端产品内部器件全部实现国产化、所产化，采用低功耗芯片和优化算法，降低设备工作时的功耗，提高续航能力，优化定位相关算法实现高精度定位；将北斗短报文通信与AIS发射机集成融合，实现自动触发报警状态，产品小型化、一机多用。
	主要技术指标：

北斗短报文终端。发射信号频率1615.68±4.08MHz，功率≥37dBm，载波抑制≥30dBc，相位误差≤3°，通信成功率≥95%；接收信号频率2491.75±4.08MHz，灵敏度≤-127.6dBm；北斗定位灵敏度≤-148dBm。AIS发射频率为161.975MHz/162.025MHz，频率偏差＜500Hz，杂散发射小于-36dB(9kHz-1GHz)，发射功率为2W±1.5dB，载波功率误差小于±1.5dB。

产业化目标：2万套/年，年新增销售额8000万元。
	2025.6.30
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	新能源汽车
	新能源汽车智能驾驶高精度MEMS惯性传感器研制技术
	（1）高精度小型化IMU模组结构设计

设计高可靠、应力匹配的MEMS传感器芯片结构，并且隔离外部振动、冲击和安装带来的应力变化，保持其性能稳定。

（2）低应力封装组装技术

对传感器的封装及组装形式进行设计和仿真，选择合适的粘接胶。

（3）全温区批量标定测试技术

建立高精度快速的标定补偿流程及模型，研制快速批量标定测试系统。
	陀螺仪零偏稳定性：10°/h；

陀螺仪全温零偏：0.05°/s；

陀螺仪标度误差：0.2%；

加速度计零偏稳定性：0.2mg；

加速度计全温零偏：2mg；

加速度计标度误差：0.2%；

产业化目标：50万套。
	2025.6.30
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	新能源汽车SiC（碳化硅）功率模块用高性能氮化硅AMB基板研制与产业化
	高性能氮化硅陶瓷配方研究、大尺寸陶瓷基板流延及气压烧结工艺技术研究、银铜钛活性焊膏配方及工艺研究、全自主氮化硅AMB基板加工工艺技术研究。
	陶瓷抗弯强度：≥800MPa；陶瓷热导率：≥80W/m∙K；

基板尺寸≥190mm*138mm；基板厚度≤0.32mm；剥离强度≥10N/mm；

温循可靠性≥3000次（-65℃~175℃）。具备小批量生产能力。
	2024.6.30
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	激光雷达用高导热氮化铝陶瓷封装基板研发与产业化
	研发高热导率的氮化铝陶瓷材料，采用半导体制程工艺，在氮化铝陶瓷上进行图形化的电镀厚铜工艺技术开发，制备出高导热氮化铝陶瓷封装基板。通过相关的工艺技术研究，实现陶瓷表面精密线路图形制作，无氧铜分级磨抛精密加工以及电镀镍金的均匀性控制，在封装基板表面进行预置金锡工艺的开发，基于国产陶瓷封装基板完成封装可靠性验证。
	氮化铝陶瓷导热率：≥220W/m•K；

镀铜层厚度：75±15μm；

镀层表面粗糙度：Ra≤0.10μm；

贴片关键区域平面度：≤5μm；

镀层厚度：Ni（1~3μm），Au（0.8~1.5μm）；

金锡成分/厚度：75±5wt%，4~6μm；

温度循环次数：-40~125℃ 100次；

产能目标：500万/年。
	2025.6.30
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	新能源汽车空调热泵管理系统高可靠性MEMS压力温度传感器研制技术
	（1）基于倒装焊工艺的MEMS压力芯片设计及加工工艺研究；

（2）压力芯片低应力封装基座设计及封装技术；

（3）高可靠性压力温度传感器结构设计；

（4）大批量板级标定、装配测试技术。
	压力范围：0.1~3.5MPa；

压力精度：±1%Vcc；

温度精度：±1.5℃；

温度测试范围：-40~140℃；

工作温度范围：-40~140℃； 

过载压力：8MPa；

破裂压力：≥15MPa；

产能目标：150万/年；销售量：50万支。
	2025.6.30
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	电力装备
	高压开关柜检修机器人关键技术及成套产品研发
	1.复杂工况下的机器人智能路径规划及导航技术研究

2.局限空间内机器人灵活运动的驱动方式研究

3.高压开关柜智能检修作业工艺和刚柔耦合机器人作业新方法研究

4.开关柜全流程一体化快速检测方法研究
	1.性能指标：机器人导航定位误差：±5mm、角度误差±0.2°；移动载体载重≥600kg；视觉定位误差±0.2mm；机械定位±0.5mm。

2.操作功能指标：机器人全自动定位、定向、变扭矩、开关柜门、插拔航空插头、推拉断路器、搬运断路器移动至指定位置。

3.试验功能指标：智能检修试验站全自动执行对断路器的回路电阻、绝缘电阻、交流耐压、机械特性、触头压力测试、防护清洁等检修试验工作。回路电阻测量误差≤±（0.2%读数+0.5μΩ）；机械特性测试分辨率≤0.1ms；绝缘电阻测量≤±(10%+5字)；工频耐压试验范围≤50kV；梅花触头压力测量误差≤1%。

4.申请发明专利≥10件；

5.实现产能10台/年，新增销售额3000万元。
	2025.6.30
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	大容量1000千伏特高压现场组装式变压器研制
	1.特高压变压器分解和模块化设计技术研究，实现产品模块化运输；

2.特高压现场组装式变压器电磁优化设计研究，提升产品散热能力；

3.大容量特高压变压器现场组装技术研究，解决高海拔地区电网建设受到输变电设备组装与运输的制约难题；

4.强地震条件下特高压交流变压器抗震技术研究，开展焊缝、联结螺旋等抗震技术研究，解决抗9级地震烈度的难题。
	1.空载损耗：≤180kW；

2.负载损耗：≤1450kW；

3.温升限值：顶层油面温升≤55K，绕组平均温升≤65K；

4.声级水平：距自耦变2m处，不大于75dB(A)；

5.局部放电水平≤80pC；

6.申请发明专利≥6件；

7.实现产能10台/年，新增销售额3亿元。
	2025.6.30
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	电力电子变压器用高功率SiC模块封装技术及应用开发
	1.碳化硅功率模块高温封装技术研究；

2.碳化硅功率模块内部电场应力优化技术研究；

3.碳化硅功率模块先进焊料及焊接技术研究。
	1.漏源通态电阻：3.5mΩ/Tc=25℃，@ID=400A；

2.零栅压漏极电流：100μA，VGS=0V，VDS=1200V；

3.栅源泄漏电流：400nA，VGS=20V，VDS=0V；

4.申请发明专利≥3件；

5.实现产能1000套/年，新增销售额200万元。
	2025.6.30
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	电网支撑型新能源储能变流器研制及产业化
	1.多变流器功率分配和电压、电流调节技术研究；

2.新能源储能变流器最优化架构设计及控制策略技术研究；

3.惯量主动支撑及阻尼主动控制技术研究；

4.多逆变器并联稳定运行技术研究
	1.研制电网支撑型新能源储能变流器，有功功率控制精度不低于额定容量的±1%；

2.可实现并网及离网运行，可实现离网状态下的零起升压；

3.具有自主阻尼抑制功能，当系统出现低频振荡时，能抑制振荡，有功功率变化量最大值应在10%～30%额定功率区间内；

4.申请发明专利≥5件；

5.实现产能100台/年，新增销售额500万元。
	2025.6.30
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	基于高功率SiC模块的中低压电能路由器研发及产业化
	1.基于高功率SiC模块电能路由器多端口潮流优化调节技术研究；

2.电能路由器有功/无功综合控制技术研究；

3.极端工况下网络动态重构技术研究；

4.黑启动及并离网切换技术研究。
	1.电能路由器交流端口均具有功率源、电压源远方/本地工作模式；

2.有功功率控制精度小于额定功率±1%；

3.可实现并网及离网零起升压功能；

4.功率源控制模式下交流端口应均具备惯量主动支撑能力，实际发出有功与有功指令之间的误差应不大于±2%额定功率；

5.申请发明专利≥5件；

6.完成基于高功率SiC模块的电能路由器样机研制，通过第三方检测，并挂网试运行。
	2024.6.30
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	110千伏（220千伏）潮流控制移相变压器研制
	1.适应河北电网的110千伏（220千伏）移相变压器拓扑结构设计和绝缘优化设计研究，解决移相变压器绝缘性能要求的关键技术问题，提高产品安全可靠性；

2.110千伏（220千伏）双芯式移相变压器器身布置技术研究，降低局部强电场水平，保障设备短路耐受能力；

3.110千伏（220千伏）移相变压器整机研制及试验技术研究，建立试验技术体系，有效解决电网潮流分布不均衡的问题。
	1.110kV移相变压器技术指标：110kV/80MVA/±10°，移相角10°时，空载损耗≤20kW，负载损耗≤170kW；

2.220kV移相变压器技术指标：220kV/370MVA/±10°，移相角10°时，空载损耗≤65kW，负载损耗≤1030kW；

3.申请发明专利≥6件；

4.实现产能10台/年，新增销售额1亿元。
	2024.6.30
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	高温太阳能选择性吸收膜层研发及产业化
	1.研制在不锈钢金属表面制备太阳能选择性吸收膜层技术，有效解决膜层高温变色、性能衰减等问题，增强膜层附着能力；

2.研究不锈钢表面处理技术，提升Cr2O3薄膜太阳能选择吸收性能，解决膜层高温变色和性能衰减问题；

3.研究耐高温多层太阳能选择性吸收涂层及其制备方法，增强膜层附着能力；

4.研究高温太阳能选择性吸收膜层制备技术，提高膜层耐高温能力，提升吸收率、提高系统整体热效率。
	1.高温耐受能力提升，可在真空下耐550℃的高温，吸收率达到95%以上，发射率在550℃低于15%；

2.层发射比≤6.5(80℃)、≤15(550℃)；

3.膜层附着力符合膜层百格测试，标准不低于ISO等级。

4.申请发明专利≥4件；

5.实现产能100万平方米/年，新增销售额1100万元。
	2025.6.30
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	氢能装备
	兆瓦级PEM质子交换膜电解水制氢技术
	1.低贵金属、高稳定性膜电极制备技术研究；

2.高均一性双极板技术研究；

3.高导电、高耐蚀、低流阻多孔扩散层设计与制备技术研究；

4.兆瓦级PEM电解堆衰减、失效成因研究与可靠性、耐久性验证。
	1.电解槽单槽最大制氢规模≥200Nm3/h；
2.电流密度≥2A/cm2@1.85V；
3.在额定输入电流处连续运行3000小时后，满足单池电压衰变率≤15微伏/小时，其中膜电极贵金属总用量≤1.5mg/cm2；
4.输入功率可在5%～150%波动；
5.实现产能≥20台套/年，销售2台套以上。
	2025.6.30
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	-30℃无辅助PTC快速启停机功能的高效氢燃料电池发动机研发与产业化
	1.研究氢燃料电池发动机-30℃无辅热快速启动及停机处理技术，对系统控制策略、电堆的低温启动能力、辅助系统各部件低温的破冰能力、低温吹扫控制策略等进行研究；

2.研究氢燃料电池发动机尾气能量回收技术，提升系统效率，降低能耗。

3.研究引射器氢气再循环技术，为氢燃料电池发动机节省功耗和降低成本，大幅提高系统集成度以及电气安全性。
	1.-30℃无辅热启动时间（至可输出功率）≤60s；

2.系统最高效率≥60%；额定效率≥45%；常用点效率≥50%；氢燃料电池系统额定输出功率≥130kW；

3.实现产能2000套/年，实现销售300套以上。
	2025.6.30
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	高压高阻隔输氢用热塑性塑料复合管道
	1.研究复合管道接头耐氢材料选型、结构设计以及与复合管零渗漏连接技术；

2.研究复合管阻隔材料对氢的耐受性与螺旋缠绕技术；

3.研究金属阻隔层材料的涂敷以及与其他结构层的组合技术。
	1.耐压性能：承受内压达到6.3兆帕，爆破压力达到24兆帕；

2.抗渗透性能：渗透系数降至10-17cm3•cm/cm2•s•Pa；

3.抗静电性能：管道内壁表面电阻1.0×106Ω；

4.实现产能20万米/年，实现销售5万米以上。
	2025.6.30
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	生物医药
	mRNA疫苗生产用工具酶
	各类mRNA疫苗的制备生产所需要T7 RNA聚合酶、DNaseI等工具酶，通过AI辅助的酶分子设计、高通量进化/筛选，获得更高的酶活性和稳定性，提高生产效率和原料利用度，降低mRNA疫苗生产成本。
	1.构建T7 RNA聚合酶酶活性大于2000kU/ml的工程菌一株；构建DNaseI酶活性大于5kU/ml的工程菌一株。

2.构建200L规模的工具酶生产线，每批能够支撑4000万剂的疫苗生产。

3.生产线实现稳定生产，酶活批间差RSD＜10%。
	2025.6.30
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	艾沙康唑原料药的酶法绿色合成技术
	研发艾沙康唑中间体的酶法合成关键技术，建立生物催化工艺路线，降低工艺复杂性，实现节能减排，形成质量成本优势。
	1.艾沙康唑中间体酶法合成手性纯度≥99.9%。

2.艾沙康唑中间体摩尔收率≥85%。

3.建立艾沙康唑酶法生产线，实现8吨/年的生产销售。

4.总体技术水平达国际领先。
	2024.6.30

	37
	
	医用高精度光学跟踪定位核心部件
	研制医用高精度光学跟踪定位核心部件，定位精度达到亚毫米级，克服温差漂移，保证系统稳定性，达到医疗级电磁兼容标准。
	1.导航精度：0.10毫米。

2.刷新率：120HZ。

3.跟踪范围：3000*1800*1500mm。

4.最大跟踪标记数：200个。

5.符合医疗级别电磁兼容标准EMC。

6.工作温度：10℃至40℃。

7.生产销售量不低于600台。
	2024.6.30.

	38
	
	艾考糊精腹膜透析液
	开展艾考糊精腹膜透析液处方研究，优化艾考糊精腹膜透析液配制、过滤、灌封、灭菌等关键生产工艺参数，完成生产组件相容性研究和产品稳定性研究，完成相关质量研究及与原研品的一致性评价。
	1.产品艾考糊精含量为标示量的96%—101%。

2.细菌内毒素＜0.05EU/ml。

3.完成2万袋/批的试生产。

4.完成药品注册上市许可申请。
	2025.6.30

	39
	
	用于二氧化碳制备甲酸的生物炭负载铁基催化剂
	研究制备和表征多孔生物炭负载铁基催化剂，实现从烟道气二氧化碳到甲酸的高选择性转化。
	1.催化剂耐温性能≥180℃。

2.二氧化碳制备甲酸的反应温度≤100℃、反应压力≤2.0MPa。

3.以绿氢为还原剂的烟道气二氧化碳回收率≥70%、甲酸选择性≥90%。

4.完成生物炭负载铁基催化剂的中试生产，利用中试制备的催化剂完成烟道气二氧化碳制备甲酸的中试。
	2025.6.30

	40
	
	中药提取物流浸膏及粉体物理改性关键技术
	开展中药提取物半流体（流浸膏）及粉体的粒子设计和粒子结构优化，解决中药提取物粉体易吸湿、结块、流动性差、黏性大等难题，提高中药提取物制剂质量，促进有效成分的体内吸收转化。
	1.常温条件下中药粉体相对临界湿度提高20%以上。

2.在加速条件，铝塑包装中药胶囊或片剂内容物抗粘结时间提高50%以上。

3.胶囊装量差异或片重差异降低20%以上。

4.填充或压片效率提升20%以上。

5.核心产品指纹图谱或特征图谱相似度由≥0.70提高至≥0.90。

6.新技术实现规模化生产应用，胶囊制剂销售不低于5000万粒。
	2024.6.30

	41
	
	尼可刹米原料药合成工艺研发及产业化
	设计和优化尼可刹米化学合成路线，开发安全绿色的尼可刹米原料药合成工艺，实现产业化生产，优化尼可刹米储运条件、保障原料药质量。
	1.总杂质不超过0.5%、单个杂质不超过0.1%，高于国家药典标准。

2.pH值：6.5-7.8。

3.澄清度：澄清无色。

4.建设尼可刹米原料药生产线，产能达到8吨/年。
	2025.6.30

	42
	
	三室袋肠外营养输液产品关键技术
	针对脂肪乳（10%）氨基酸（15%）葡萄糖（20%）注射液等三室袋输液产品，开展关键核心技术优化三室袋制备工艺参数，解决虚焊问题。
	1.虚焊部位热合强度处于5N/15mm—15N/mm之间。

2.完成1500袋/批规模的中试，技术水平国内领先。

3.完成药品注册上市许可申请。
	2025.6.30

	43
	
	口腔速溶膜剂关键技术开发及应用
	围绕快速崩解、掩味技术、口溶膜质量评价及口溶膜生物等效性等口腔速溶膜剂关键技术，开展原料增溶技术、制备工艺和质量研究。
	1.崩解时限小于30秒，溶出度大于75%，不得有刺激性。

2.含量90%—110%，有关物质限度不低于原剂型标准。

3.完成药品注册上市许可申请。

4.建成口腔速溶膜剂生产线，产能不低于1500万片/年。
	2024.6.30

	44
	
	补铁类原料药关键技术
	开发羧基麦芽糖铁、蔗糖铁、右旋糖酐铁等三种补铁类原料药的合成工艺，优化物料比、反应温度、加料速率、反应过程pH控制等关键工艺参数，开发出安全绿色并适宜于规模化生产的合成工艺包。
	1.羧基麦芽糖铁、蔗糖铁、右旋糖酐铁三种原料药产品质量符合USP药典标准及国家药典标准。

2.实现羧基麦芽糖铁的规模化生产，产能达到800公斤/年。

3.实现蔗糖铁、右旋糖酐铁的规模化生产，产能分别达到1000公斤/年。
	2025.6.30

	45
	
	碳酸氢钠林格注射液研发与产业化
	开展产品碳酸氢钠林格注射液处方研究，筛选确定原辅料及包装材料，优化生产工艺，制定企业内控标准，开展相关质量研究及产品稳定性研究，制定质量标准。
	1.pH值6.8-7.8。

2.含重金属不得过千万分之三。

3.渗透压摩尔浓度240～270mOsmol/kg。

4.内毒素小于0.25EU/ml。

5.产能达到300万袋/年。
	2025.6.30

	46
	
	医药中间体2-氨基-2-甲基-1-丙醇绿色催化技术
	针对医药级2－氨基-2-甲基-1-丙醇，开展绿色催化工艺技术研究，优化合成工艺条件，提高AMP产品收率，延长催化剂寿命，降低生产成本，改进分离提纯工艺，降低产品杂质含量，完成规模化生产。
	1.催化剂寿命达到3000小时以上。

2.产品色谱纯度＞99%，二级胺含量＜1%，水分含量＜1%，色度＜20。

3.产品收率达到85%。

4.产能达到5000吨/年。
	2025.6.30


备注：主要技术指标为验收考核指标；产业化目标为预期参考指标。





